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内容概要

　　高速电路具有许多特点，给PCB设计带来了电磁兼容、信号完整性、电源完整性等问题，本书通
过常用PCB设计软件的应用，详细介绍了该系统组成的各个技术模块的性能特点与连接技术。
    本书从高速电路的特点出发，分析高速电路与低速电路的区别，进而概括出高速电路所面临的三大
问题：电磁兼容、信号完整性和电源完整性。
接下来对这些问题的来龙去脉及其危害做了详细的分析；最后，通过具体的实例将这些问题的解决方
法贯穿到高速电路PCB设计的全过程之中。
    本书理论体系完整、内容翔实、语言通俗易懂，实例具有很强的针对性和实用性，既适用于电子信
息类专业的本科或专科教材，也可供从事高速电路工程与应用工作的科技人员参考。
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章节摘录

　　第一篇　基础篇　　第1章　高速电路PCB概述　　1.1　高速信号　　英特尔的创始人之一摩尔
曾经预测：每隔18个月计算机的性能将翻倍，历史证明了这个预测。
衡量计算机性能指标的一个重要指标就是处理器芯片的时钟频率，如图1.1所示说明了英特尔处理器时
钟频率的发展趋势：大约每两年时钟频率就能提高一倍。
摩尔定律反映了半导体行业的发展趋势。
2001年半导体行业协会对未来芯片上时钟频率做了一个规划[半导体国际技术发展蓝图（ITRS）]，根
据规划，随着处理器时钟频率不断增长，必然意味着系统上的数据传输速率、总线速率不断增长。
此外，其他产品如高速通信产品中的数据传输率和时钟频率也会加速提高。
因此，越来越多的电子系统设计师们将从事100 MHz频率以上的电路设计。
目前，超过一半的数字系统的时钟频率高于100 MHz。
当系统时钟频率超过50 MHz时，将出现传输线效应和信号的完整性问题；而当系统时钟频率达到120
MHz时，基于传统方法设计的PCB将无法工作，必须使用高速电路设计知识。
因此，高速电路设计已经成为现代电子系统设计师必须掌握的知识。
只有使用高速电路设计技术，才能实现设计过程的可摔件。
　　1.1.1　高速的界定　　如果一个数字系统的时钟频率达到或者超过50 MHz，而且工作在这个频率
之上的电路已经占到了整个电子系统一定的分量（比如说1／3），这就称为高速电路。
　　实际上信号的谐波频率比信号本身的重复频率高，是信号快速变化的上升沿与下降沿引发了信号
传输的非预期结果。
因此，通常约定如果走线传播延时大于20％驱动端的信号上升时间，则认为此类信号是高速信号并可
能产生传输线效应。
　　定义了传输线效应发生的前提条件，又如何判断传播延时是否大于20％驱动端的信号上升时间呢?
信号上升时间的典型值一般可通过器件手册查出，而信号的传播时问在PCB设计中由实际布线长度和
传播速度决定。
例如，“FR4”板上信号传播速度大约为6in／ns（1in=2.54cm），但如果过孔多，器件引脚多，速度将
降低，高速逻辑器件的信号上升时间大约为0.2 ns，则安全的走线长度将不会超过0.24in。
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编辑推荐

　　高速电路具有许多特点，给PCB设计带来了电磁兼容、信号完整性、电源完整性等问题，《高速
电路PCB设计与EMC技术分析》通过常用PCB设计软件的应用，详细介绍了该系统组成的各个技术模
块的性能特点与连接技术。
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